Multilayer-Technologie fur das Labor
Prototypen mit Industriequalitat

Laser & Electronics



Von der Idee zum Multilayer
In wenigen Stunden

Vom Schaltungslayout schnell zum marktreifen Produkt: Der Schlissel dafir liegt in der Prototypen-

Fertigung im eigenen Labor. LPKF bietet dazu erprobte Technik. Die LPKF Prototyping-Linie macht die

Produktion von Multilayer-Prototypen oder Kleinserien einfach - auch fiir HF-Schaltungen und starr-

flexible Schaltungstrager. So werden Ideen in wenigen Stunden zu funktionierenden Losungen.

Eine Leiterplatte aus mehreren Schichten
Ein Multilayer ist aus mehreren Schichten aufgebaut,
die zu einer Leiterplatte verpresst werden. Die AuBen-
lagen eines Multilayers bestehen lblicherweise aus
einseitig strukturierten Leiterplatten, die Innenlagen
aus doppelseitig beschichtetem Material. Zwischen den
leitenden Ebenen werden isolierende Schichten, soge-
nannte Prepregs, eingefligt. Bis zu vier Lagen lassen
sich einfach, ohne zusétzliches Equipment, mit LPKF
ProConduct Leitpaste durchkontaktieren. Sollen bis
zu acht Lagen elektrisch verbunden werden, empfiehlt
sich eine galvanische Durchkontaktierung.

Die AuBenlagen der Leiterplatte, Toplayer und Bottom-
layer, werden mit den Innenlagen unter Warme und
Druck verpresst. Das Vakuum saugt die verbleibende
Luft zwischen den Schichten ab und verhindert so die
Bildung von Luftblasen. Pressbleche und -polster sor-
gen fiir die optimale Druckverteilung in der Pressform.
Beim Verpressen mit dem Basismaterial wird das Harz
der Prepregs durch die hohe Temperatur flissig und
sorgt fur eine optimale Verbindung. Um den Harzfluss
zu gewabhrleisten, sind Prepregs rundum 15 mm kleiner
als das Basismaterial. Dieser umlaufende Rand ist bei
der Leiterplattenstrukturierung zu beachten.



Strukturieren

Aus den Layoutdaten strukturiert ein Frasbohrplotter LPKF ProtoMat die Leiterbahnen auf dem
Basismaterial. Unterstitzt durch den automatischen Werkzeugwechsel und eine Kamera zur
Erfassung von Passermarken geschieht das Lage fiir Lage - fast automatisch.
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Pressen

Die fertig strukturierten Lagen werden préazise ubereinander ausgerichtet. Zwischen den Lagen
isolieren ,Prepregs* die Leiterbahnen der unterschiedlichen Layer. Beim Verpressen verbinden
die Prepreg die Lagen. Zum Laminieren wird die hydraulische Presse LPKF MultiPress S4 einge-
setzt. Ihre voreingestellten bzw. frei programmierbaren Verarbeitungsparameter (Temperatur,
Druck, Vakuum, Heiz- und Kithirampen sowie Dauer) liefern perfekte Ergebnisse.
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registration pins
Die elektrischen Verbindungen der einzelnen Lagen bauen die endgiiltige Leiterstruktur auf.
Der LPKF ProtoMat-Fréasbohrplotter bohrt die Durchgangslocher. Fir die elektrische Verbindung
kommt LPKF ProConduct zum Einsatz - eine zuverlassige und besonders leitfahige Paste.
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Durchgangiges System, erprobte Technik
Multilayer zeichnen sich durch eine hohe Packungsdichte und eine groBe Zahl an Schaltkreisen aus - fast alle kom-

plexen Leiterplatten sind als Multilayer konzipiert. Die Produktpalette des Rapid PCB Prototyping von LPKF bietet alle
notwendigen Werkzeuge, um im eigenen Labor hochwertige Multilayer-Leiterplatten bis zu einer GréBe von 229 x 305

mm als voll funktionsféhige Produktmuster in professioneller Qualitat zu realisieren.

Auch beim Oberflachen-Finish - Lotstopplack und Bestlickungsdruck - und fiir die SMD-Bestlickung bietet LPKF

Inhouse-Losungen. LPKF-Applikationsingenieure und Servicemitarbeiter helfen bei Prozessfragen oder geben Infor-
mationen zur geeigneten Laborausstattung. Erfahrung zahlt - nicht ohne Grund ist LPKF seit Jahren Marktfihrer bei
hochwertigen Ausstattungen zum Rapid PCB Prototyping.

Strukturieren

Der LPKF ProtoMat S104 ist das
System der LPKF ProtoMat-S-
Familie mit automatischem Werk-
zeugwechsel, Vakuumtisch und
Kamera zur optischen Erfassung
der Passermarken. Eine automati-
sche Frésbreiteneinstellung sorgt
fur prazise Leiterplattenstrukturen
mit identischen Fraskanalen.
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Pressen

Die LPKF MultiPress S4 mit in-
tuitiver Software, vordefinierten
Prozesseinstellungen fiir géngige
Materialien und einem groBen
Touchscreen macht das Pressen
einfach und Ubersichtlich. Der
Schlussel zum Erfolg: die Vakuum-
funktion sowie exakte Temperatur-
und Druckprofile.

Durchkontaktieren

Die elektrischen Verbindungen
zwischen den einzelnen Lagen
stellt LPKF ProConduct her, ein
speziell fiir den Laboreinsatz
entwickelte pastose Durchkontak-
tiertechnik. Das Set umfasst alle
notwendigen Materialien und Hilfs-
mittel (Vakuumtisch erforderlich).
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